


Disclaimer

본자료는회사의영업활동에대한이해증진을위해자람테크놀로지(이하 “회사”)에의해작성되었으며

이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드리는바입니다.

본자료에포함된 “예측정보”는개별확인절차를거치지않은정보들입니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된사항으로

회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’등과같은단어를포함합니다.

위 “예측정보”는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여

실제미래실적은 “예측정보”에기재되거나암시된내용과중대한차이가발생할수있습니다.

또한, 향후전망은현재시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로향후시장환경의변화와전략수정등에따라변경될수있으며, 

별도의고지없이변경될수있음을양지하시기바랍니다.

본자료의활용으로인해발생하는손실에대하여회사및회사의임직원들은그어떠한책임도부담하지않음을알려드립니다.
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BEAD 프로그램의직접적수혜와더불어
통신반도체수요의폭발적성장예상

• 25Gbps 솔루션을보유한유일한업체

BEAD Program을통해미전역에동일한수준의초고속인터넷보급예정

미국에서먼저개화하는초고속인터넷시장01

• Broadband Equity Access and Deployment Program

• 미국내광대역서비스가구축되지않은지역에인프라를구축하기위한정책

• 2030년까지총 425억달러의자금집행

• 우선목표지역

순위 기업명

1 노키아 (시장점유율 40%)

2 화웨이

3 ZTE

4 Calix

5 Adtran

당사고객사

출처 : 2022 Market Share Leader Award – XGSPON Market, Dell’OroGroup 

Buy America 정책

Un-served Location

25Mbps 불가지역

Under-served Location

100Mbps 불가지역

열악지역을중심으로우선순위를정하여
최종적으로는모든주에초고속인터넷인프라구축목표

• Buy America 충족을위해캘리포니아내에서장비생산예정

(Fabrinet 사와제휴)

• 2024년부터광섬유모듈생산시작에정

BEAD Program이란?

미국연방정부예산이투입되는사업에는 미국산제품구매를
우선하는미국산우선구매법시행지침

• 화웨이등중국기업의배제목표

• NOKIA 등글로벌기업들의미국내생산장려

XGSPON 최종제품매출순위

의부상
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PON 기술전력표준을유일하게충족하는시스템반도체설계

차세대통신의KEY “PON 기술”

PON – 1:N통신의핵심기술

2G 3G 4G 5G

통신세대가진화할수록전파가닿는거리는짧아져

똑같은지역을커버하기위해서더많은기지국이필요하게됨

인프라구축비용절감, 데이터송수신의효율성을위해여러개의기지국을

하나로묶는1:N 통신 (PON 기술)에대한중요성부각

02

차세대통신용PON 반도체
(XGSPON SoC)

XGSPON 스틱

FTTX, 5G/6G 모바일백홀연결필수기술
→ PON 기술을구현할수있는차세대통신반도체의중요성대두

초연결시대로가기위해서는
광케이블의효율적사용을위해

Point to Multi-Point 

네트워크망필요

Point-To-Point Point-To-Multipoint (PON)

전화국

기지국

광케이블

전화국

광케이블

기지국

*XGSPON : 10Gbps속도로통신이가능한 PON
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세계유일표준
충족PON반도체

4차산업성장에
따른투자가속화

세계유일
XGSPON상용화
(일본라쿠텐社)

4차산업성장의핵심인프라제공, 첨단기술의본격적상용화를위한투자가속화

스몰셀투자본격화에따른 PON반도체수요확대03

XGSPON

Stick

샘플
출하량
(단위:개) 

2019 2020 2021 2023.05

85
104

3.871

1 3

37

출하량
고객수

통신인프라필요성확대

통신인프라조성을위한

본격투자준비

자람테크놀로지
XGSPON 개발

구분 B사 I사

전력소모
(Stick 기준)

0.9W

( <2.0W 표준 )
7.6W

1.8W

(2.8W)

판가(상대비교) 1 3.8배↑ 2.2배↑

성능 / 가격경쟁우위확보

XGSPON경쟁사비교
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Corporate Identity04

글로벌차세대시스템반도체설계전문기업

-차세대통신표준화기구참여

-대한민국기술대상수상및
BBWF 최고제품상수상

- CPU설계, 최적화, 병렬처리기술보유

-세계최고수준의통신반도체설계기술

- KT, SKT, SKB 등국내외주요통신사

- NOKIA, 에릭슨, 화웨이등해외메이저통신장비사



회사개요
CHAPTER .01

01.회사개요

02. 회사연혁

03. 주요사업영역

04. 경영성과



10Zaram Technology.

Investor Relations 2023

1992.02 부산대학교전자공학학사

1994.08 한국과학기술원(KAIST) 전기전자공학석사

1994.07 ~ 2000.02 현대전자산업㈜
(구LG반도체㈜) 선임연구원

2000.02 ~ 現㈜자람테크놀로지부사장(CTO)

국내대표통신반도체설계기업자람테크놀로지

회사개요01

회사명 ㈜자람테크놀로지

대표이사 백준현

설립일 2000년 1월

자본금 32.1억원(반기보고서기준)

임직원수 63명(반기보고서기준)

사업분야 비메모리용기타전자집적회로제조업

주요제품 XGSPON,기가와이어,광트랜시버등

본사주소 경기도성남시분당구성남대로 925번길 41, 2층

홈페이지 https://www.zaram.com/

백준현

서인식사장

기업개요 대표이사

주요경영진

1994.02 고려대학교전자공학학사

1997.07 고려대학교전자공학석사

1994.02 ~ 1997.07 삼성전자㈜ LSI 사업부연구원

1997.09 ~ 2000.11 한국통신(KT) 전송표준팀책임연구원

2001.08 ~ 2006.09 미디어스트리밍네트웍스㈜대표이사

2006.06 ~ 2017.03 라이트웍스㈜대표이사

2017.03 ~ 現㈜자람테크놀로지사장

박성훈 부사장

1992.02 고려대학교전자공학학사

1994.02 고려대학교전자공학석사

1994.01 ~ 2000.02 현대전자산업㈜(구 LG반도체㈜) 선임연구원

2000.02 ~ 2005.02 ㈜자람테크놀로지연구소장

2005.02 ~ 現㈜자람테크놀로지대표이사
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시스템반도체설계기술을기반으로한다양한제품군적용

주요사업영역03

기타 (하이패스단말기, PABX 등)

하이패스단말기용반도체칩공급

PABX(회선교환기)의통신장비용반도체칩공급

기가와이어

전화선및동축케이블을통해초고속데이터전송을가능케하는장비

제품특성상수요가큰해외시장중심으로글로벌통신장비고객사확보

광트랜시버

광신호 전기신호변화시키는통신영역의핵심

다양한표준테스트통과제품군구성(1Gbps ~100Gbps 범위)

국내통신3사포함글로벌통신장비공급사고객확보

→←

차세대핵심사업 기존Cash Cow

1:N 통신을가능하게하는통신반도체

차세대FTTH 장비나5G, 6G 연결에사용되는제품

광부품일체형착탈식(Pluggable) 제품으로유지보수용이

글로벌통신장비업체NOKIA와ODM 공급계약체결

일본5G 사업자라쿠텐망에적용되어세계최초상용화

PON 반도체 (XGSPON SoC)

XGSPON 스틱
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11,527 

14,324 

16,118 

3,616 

2020 2021 2022 2023.1H

23년 1분기기업공개과정에서일시적비용발생

경영성과03

매출액 영업이익 당기순이익

단위: 백만원 단위: 백만원, % 단위: 백만원, %

1

2

1
3

8

4

영업이익률
영업이익

당기순이익률
당기순이익

환율변동에따라일시적으로
당기순이익감소

(1,588)

83 

292 

203 

2020 2021 2022 2023.1H

(748)

322 

1,170 

617 

2020 2021 2022 2023.1H



핵심경쟁력
CHAPTER .02

01.우수한 R&D 자원

02. 프로세서자체설계능력

03. 차세대통신산업의 KEY, XGSPON (1), (2)

04. 기술선도지위

05. 고객사 Reference
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우수한R&D 인적자원을바탕으로국제표준을능가하는개발기술확보

우수한 R&D 자원01

연구인력현황

평균근속년수 10년이상의
안정적인연구인력확보중

연구인력중
석박사급비중

23%

주 : 2022년 4월기준

연구조직도

연구인력비중

65%

연구성과

통신
연구소
총괄

반도체칩설계, 자체개발 OS 펌웨어지원

자체개발 OS(RTOS) 설계, 반도체 SW 설계및개발

기가와이어 SW 설계및개발

반도체탑재제품및기가와이어제품설계및차세대트랜시버개발

차세대광학부품개발

통신 SW 검증, 타사장비 IOP 시험

SOC 설계팀

SW 설계 1팀

SW 설계 2팀

HW설계팀

OSA 설계팀

검증팀

연구소
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요구스펙에
맞춤설계

CPU 설계기술, 분산처리기술, 저전력반도체설계기술보유

프로세서자체설계능력02

기술기반의

영업시스템구축

경쟁사

ARM社에프로세서로열티지불로원가상승

라이선스한계로요구스펙에맞는커스텀한계

오픈소스인리눅스OS로구동시간단축에한계

통신반도체
SoC 설계능력

• 국제표준스펙을능가하는저전력반도체

• 국내외통신장비와호환성및최적화테스트완료

• 자체개발RTOS를통해가벼운메모리로원가경쟁력확보및 통신프로토콜에최적화

• 빠른구동시간을통해최종고객사의유지보수편의성확보

고객사

효율성, 원가,
호환성요구

대응한계
효율성, 원가, 
호환성요구

고객사스펙에제일적합한
반도체설계제공

다년간의경험을토대로
최적의솔루션제공

인더스트리얼환경에서도
효율적으로기능하는통신반도체제공

RISC-V 프로세서자체설계능력
분산처리설계기술 저전력설계기술
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스몰셀투자확대의핵심 PON기술, 국내최초및세계최고성능시스템반도체양산

차세대통신산업의KEY, XGSPON (1)03

차세대통신반도체요소기술

국제표준기술

초저전력설계기술

고정밀타이밍프로토콜기술

실시간운영 SW 개발기술

저전력

세계최저수준전력소모0.9 w

경쟁사대비절반이하의소비전력
자체설계한프로세서분산처리구조를통해구현

시각동기화

5G 시각동기화표준 ITU-T G.8273.2 Class C 지원
세계최고수준
글로벌제조사장비들과상호호환성테스트완료

유지보수의편의성

자체개발한실시간운영체제(RTOS) 기반소프트웨어
세계시장에서가장빠른10초미만의빠른구동속도로
설치및유지보수편의성
리눅스대비메모리75% 절감

2020년말세계최초양산제품출시

• 1:N통신을가능하게하는통신반도체
• 5G 스펙에맞게업/다운로드각10Gbps 속도구현

주요 핵심기술

5G/6G

저전력

에너지효율규제및
반도체신뢰성향상

유지보수
편의성

기간산업으로
빠른대응필수

시각동기화

4차산업초연결
구축에필수
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기술경쟁력기반글로벌 Top 통신반도체설계능력입증

차세대통신산업의KEY, XGSPON (2)03

경쟁사기술비교

최대 18개월기술격차의경쟁우위확보

- 18개월격차 : I사, B사, M사

- 12개월격차 : T사, C사

최대 12개월기술격차의경쟁우위확보

- 12개월격차 : I사,  M사

- 6개월격차 : T사, C사

저전력부문 시각동기화부문

18M

최대

12M

최대

구분 B사 I사 C사 T사

칩사이즈 10mm x 10mm 27mm x 27mm 10mm x 10mm 11mm x 11mm 11mm x 11mm

전력소모
(Stick의경우)

0.9W

( <2.0W )
7.6W

1.8W

(2.8W)

1.8W

(3.0W)

2.0W

(3.2W)

칩셋구조
분산처리구조

+SRAM 패킷버퍼
단일프로세서
+외부패킷버퍼

단일프로세서
+외부패킷버퍼

단일프로세서
+외부패킷버퍼

단일프로세서
+외부패킷버퍼

개발공정 40나노공정 28나노공정 28나노공정 28나노공정 28나노공정

판가(상대비교) 1 3.8배↑ 2.2배↑ 2.2배↑ 3.3배↑

Broadband World Forum Best FMC Network Solution Award 수상

‘21 대한민국기술대상수상, ‘21 전파방송기술대상수상

글로벌강소기업선정(2021), 소부장강소기업 100 선정(2021)
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글로벌차세대 PON반도체기준을보여주는 “자람테크놀로지”

기술선도지위04

통신기술규격국제기구

• 반도체칩탑재광트랜시버제품

• 세계유일전력소모규격을충족하는제품

(2Watt 이하표준전력소모기준만족)

• 일본5G 서비스사업자인라쿠텐을통해

세계최초상용화성공

세계최고수준의제품기술력기반

국제표준기구정회원참여

→ PON 표준및기술선도입지확보

반도체

XGSPON STICK

(XGSPON SFP+ ONU)

• 차세대25G 네트워크기술의규격을규정하는단체

• 주요회원사

• 광통신및근거리이더넷기술규격을규정하는단체

• PON 표준의장과협의진행

• 광통신기술규격을규정하는단체

• SKT와함께PON 확장기술표준발표및특허등록

25GS-PON MSA 그룹

IEEE 802.3

FSAN

장비

• 자체개발통신용SoC

• NOKIA, 화웨이, Calix등

글로벌통신장비업체와호환성검증완료

XGSPON SoC

통신사
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고객사 Reference05

매출액 (22년기준)

161억원

해외

54%

국내

46%

해외주요고객사와의거래를통해국내외안정적인매출비중확보

고객사

ASIA



성장전략
CHAPTER .03

01.성장로드맵

02. 안정적 Cash Cow 강화 (1), (2)

03. XGSPON 시장진입본격화 (1), (2)

04. 차세대제품개발 (1), (2)

05. 투자하이라이트

06. 중장기 Vision
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현사업역량을기반으로XGSPON 제품시장진입본격화

성장로드맵01

새로운 전방산업 탐색

정부정책과제, 다양한기관과의연구를통한

미래먹거리탐색

인공지능반도체, IoT등다양한적용분야확장

XGSPON 시장본격화

코로나이후 5G 설비투자본격화에따른

XGSPON 시장의성장

안정적 Cash Cow 강화

고부가가치제품개발로드맵을통한기존사업역량강화

신사업의성장을뒷받침할수있는또하나의성장축확보

Growth 

Factor II

Growth 

Factor III

現사업
역량 강화

핵심제품
시장선점

차세대
제품 개발

Growth 

Factor I

기간

매
출
액

/ 
성
장
성
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최신기술을바탕으로시장점유율확대전략

안정적 Cash Cow 강화 -광트랜시버02

제품소개및용도 주요성장전략

전기신호는광신호로, 광신호는전기신호로변환하는쌍방향신호변환기

통신사, 기지국, 일반건물등유/무선관계없이모든통신단위에서사용

시장내기술경쟁현황

수요가급증하는 25G 및 100G 제품에서 “칩레벨본딩기술＂을활용

⇒품질및제조단가개선을통한제품경쟁력강화

자동화시스템개발로생산성향상및가격경쟁력확보

고객사별특수파장에맞춘제품개발을통한신규매출기대

광특성개선을위한차별화기술을통해경쟁사와의기술격차확보

전기신호 광신호

광신호전기신호

무선통신

유선통신

현재광트랜시버시장은크게PAM4 기술과EDC 기술로나누어짐

광통신신호를더욱효율적으로전달할수있는EDC 기술이차세대기술로각광

PAM4
2비트신호전달로
광특성개선

고속신호처리에필수적인
신호복원/교정기술EDC

기존기술

광신호수신감도낮음

수신감도를보완할추가장비필요

손실된신호복원어려움

이미상용화된기술

신기술

광신호수신감도높음

추가장비필요없음

손실된신호복원우수

경쟁사미보유기술

차별화기술전략

광트랜시버시장은 ‘라우터인터커넥트’시장과 ‘모바일인터커넥트’시장으로구분

각각시장은기존10G에서25및100G제품으로빠르게전환중

⇒ 성능및가격경쟁력확보가필수적

기술현황으로기존단일파장제품에서다파장제품으로진화

⇒ 복수파장대역사용및 광특성개선을위한 추가적인기술개발이필요

모바일 인터커넥트 라우터 인터커넥트

데이터센터
기지국/라우터
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XGSPON 시장의성장 주요국가들의투자본격화

XGSPON 시장의본격개화

XGSPON 시장진입본격화 (1)03

GPON 시장은매년5억개이상의수요가꾸준히발생

이중XGSPON 제품의비중은연평균15%의성장률로꾸준히성장예상

GPON(1세대)

XGSPON(2세대)

41.5%
202520.6% 2020

CAGR 

+15%

자료: MarketsandMarketsAnalysis

GPON 점유율변동전망

SKB를비롯한기간통신사의5G 인프라구축본격화

당사자체개발한XGSPON STICK 제품사용예정

범용광대역인프라구축200억달러투자

5G를포함하는신기술분야에3,000억달러투자

인터넷서비스에보조금을제공하는프로그램도입

5G, 6G 대응을위한디지털청신설

Private 5G의활성화 : 기업/기관51개에주파수면허발급

5G 기반업종별특화서비스제공을위한추진방안발표

거대내수시장중심의5G 확산을위한쌍순환정책발표

한국

미국

일본

중국

2023년이후설비본격화

現 4G 기지국
100만대

現 5G 기지국
20만대

5G 필요기지국
300만대

5G용시스템반도체시장흐름

1기가급
시장

25기가급
시장

10기가급
시장

가속화

1세대

2세대

3세대

• 소수의선진업체들의과점시장

• 통신세대6G에대응하는시스템반도체

• 현재소수기업만R&D 중

• 1기가급의과점업체+ 후발기업경쟁시장

당사는25GS-PON MSA 멤버로서
표준및기술개발을선행적으로진행중

세계유일국제표준을충족하는STICK 제품출시
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지역별글로벌통신사공략

XGSPON 시장진입본격화 (2)03

I
II

III

지역별통신사공략 2023년주요영업계획

A사
자사통신장비에사용되는칩내재화프로젝트논의중

10G PON 주문형반도체 : 23년3Q 개발업체선정예정

25G PON 주문형반도체 : 23년4Q 개발업체선정예정

개발비XXX억원/16~24개월, 양산시연간XXX억~XXX억매출예상

Hisense

미국향제품에당사XGSPON 칩사용공급계약체결(23년7월)

계약금액3년200억원, 최소구매보증금액45억원

2023년4Q 시범서비스, 2024년1Q 양산도입예정

N사

호주초고속망업그레이드사업자선정 (22년12월)

뉴질랜드Chorus 시범서비스시작 (23년7월)

PTCL IOP with Huawei 종료. 양산일정협의중 (23년9월)

Vodafon Qatar 시범서비스시작 (23년10월)

프랑스/헝가리통신사랩테스트진행중(5G MBH, POL)

기타

독일통신사향XGSPON 스틱공급협의중(23년4Q)

미국통신사업자25GS-PON 제품개발관련RFP 접수예정(23년9월)

중국T사WiFi-7 AP + XGSPON 스틱공동프로모션협의

교육청향4-port ONT 단말기공급시작

2023 NetworkX/BBWF전시회참가예정

I. 유럽 NOKIA :유럽및미주지역공략

Albis-Elcon : 독일및남미지역공략

Technetix : 영국시장공략

Iskratel : 동유럽No.1 통신장비업체로

동유럽3국에서중앙아시아에이르는시장공략

III. 아메리카 NOKIA :최종고객AT&T 공략을통해미주지역진출

Calix : 북미No. 1 통신장비업체로미국및캐나다시장확보

DZS : 미국내이동통신사, 케이블사업자등다양한고객확보

FONEX : 캐나다, 미국, 유럽중소형서비스사업자시장진출

Venko Networks : 브라질및남미시장진출

II. 아시아 화웨이 : 동남아지역진출을위한발판

라쿠텐 : 일본5G 시장진출

NBN : 호주및오세아니아시장선점

Tejas Networks : 인도점유율1위통신장비업체

Zyxel : 대만/유럽/동남아시장진출
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NOKIA, Calix, DZS 등고객사요청에따른차세대 25GS-PON

통신반도체개발진행중 (2024년 2Q 샘플칩확보예정)

최종고객사AT&T RFP 접수예정(2023.09)

차세대 PON 반도체기술및제품개발로드맵

차세대제품개발 (1)04

광부품일체형 STICK 제품외
다양한 XGSPON 활용단말기개발진행중

XGSPON SoC

100Gbps

25Gbps

10Gbps

XGSPON STICK

XGSPON ONT

최종사용자위치에
설치되는송신장비

SFP GrandMaster

시각동기화가필수적인 5G/6G 

실내무선기지국에사용

25GS-PON SoC

상용화샘플칩확보

25Gbps : 25GS-PON 

STICK

100Gbps : CGSPON STICK

속
도

시기2022.2Q 2022.4Q 2024.1H 2024.2H 2025.1Q2019 2020
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지속적인기술개발로미래성장산업준비태세마련

차세대제품개발 (2)04

엣지디바이스용차세대인공지능반도체개발

엣지컴퓨팅의성장 : 2025년데이터의 75%가데이터센터외부에서처리
소량의데이터로디바이스에서독립적으로 AI를실행 => 프로세서최적화기술필요
AIoT, 응용제품에최적화된AI 시장의성장 => 저전력, 고효율설계기술필요
On-Chip, On-line 학습이가능한저전력지능형경량인공지능엔진샘플칩확보(2023.08)

IoT/웨어러블디바이스용저전력RISC-V 프로세서개발

5G 확산을기반으로한저전력사물인터넷
국책사업을통해개발및상업화준비완료

4차산업을위한고성능스펙을가진시스템반도체에대한수요증가

특히저전력, 고효율스펙의중요성이대두→자람테크놀로지의기술력부각

AI산업 IoT 산업



Appendix

01.주주구성
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07. 용어설명



28Zaram Technology.

Investor Relations 2023

주주구성01

공모후주주구성

상장주식수

6,197,730주

최대주주등
57.59%

기관투자자
18.28%

개인주주외
14.46%

기타주주
8.67%

주주 주식수 지분율
상장일로부터의무보유기간

3개월 6개월 1년 2년

최대주주등 3,569,400 57.59% - - - 3,569,400

기관투자자 906,048 14.62% 339,768 566,280 - -

기타주주 333,096 5.37% 124,911  208,185  -

우리사주 156,148 2.52% 28,278 47,130 80,740 -

상장주선인
의무인수분

27,900 0.45% 27,900 - - -

의무보유
주식수

4,992,592 80.55%

520,857 821,595 80,740 3,569,400

8.41% 13.26% 1.30% 57.59%

주1.기타 주주에 기발행 우리사주조합분 포함

보호예수사항 (공모후기준)

자사주
1%
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반도체설계 22년업력보유, 기반이튼튼한기업

회사연혁02

시스템반도체사업본격화를위한기반구축기

시스템반도체본격사업화를통한성장도약기

성장기 (2000~2016)

도약기 (2017~현재)

2000. 01

2009. 11

2010. 11

2015. 08

12

2016

㈜자람테크놀로지설립

500만불수출의탑수상

1,000만불수출의탑수상

미래창조과학부연구개발우수과제선정 (상하향1Gbps 가입자망폰스틱개발)

정보통신연구개발우수성과표창 (미래창조과학부장관상수상)

라이트웍스㈜협업

2017. 03

07

2018. 10

10

2020. 06

10

2021. 05

11

11

라이트웍스㈜흡수합병

우수기술연구센터지정 (산업통상자원부)

두뇌역량우수전문기업선정 (산업통상자원부)

KEIT 성과활용우수과제선정 (10기가가입자망이더넷스위치 SoC 개발)

소재부품장비전문기업인증 (한국산업기술평가관리원)

BBWF Best FMC Network Solution 선정 (XGSPON STICK)

글로벌강소기업선정 (중소벤처기업부)

대한민국기술대상산업통상자원부장관상수상

(초저전력/초소형XGSPON MAC SoC)

소재부품장비강소기업선정 (중소벤처기업부)

DSP, 프로세서 IP Biz 멀티미디어신호처리기술 통신반도체개발 PON 통신반도체개발 차세대PON 개발 XGSPON SoC 적용본격화
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당사독점기술을바탕으로해외에서의꾸준한성장기대

안정적 Cash Cow 강화 -기가와이어03

제품소개및용도 주요성장전략

광케이블이설치되지않은건물에서별도의추가공사없이기가급인터넷
서비스를가능하게해주는제품

시장현황

기설치된전화선과동축케이블을활용하는
자람테크놀로지만의독점기술로해결가능

기존주요고객사공급실적기반으로북미, 유럽, 아시아등해외거점영업강화

캐나다A사 홍콩M사

2017년이후기가와이어누적매출액183억원

넓은지역, 오래된건물등에는광케이블공사가어려움

광케이블을대체할수있는대안기술에대한수요급증

광케이블공사가어려운지역중심영업력강화 : 넓은영토, 구도심발달지역등

대륙별거점영업력강화 : 신속한고객대응및고객만족실현→시장확대기회마련

미국, 유럽, 아시아등다양한지역에서현재제품테스트진행중

해외에서의꾸준한매출기대

미국 독일 호주 말레이시아 태국

주요고객사릴레이션쉽강화

지역별신규고객사마련

미국S사
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요약재무제표04

재무상태표 손익계산서 단위 : 백만원단위 : 백만원

구분 2020 2021 2022 2023.1H

유동자산 13,446 15,283 15,430 32,920

비유동자산 4,432 5,032 4,386 6,069

자산총계 17,878 20,315 19,816 38,989

유동부채 6,538 1,865 881 845

비유동부채 184 235 113 164

부채총계 6,721 2,100 993 1,010

자본금 827 987 2,734 3,213

자본잉여금 1,852 7,580 5,823 25,250

이익잉여금 8,478 9,648 10,265 9,517

자본총계 11,157 18,215 18,823 37,980

구분 2020 2021 2022 2023.1H

매출액 11,527 14,324 16,118 3,617

매출원가 6,910 9,910 10,785 2,725

매출총이익 4,617 4,414 5,333 891

판매비와관리비 4,535 4,122 5,130 2,480

영업이익 83 292 203 (1,589)

금융손익 (41) 557 187 216

기타손익 10 213 2 (2)

세전이익 53 1,062 392 (1,184)

법인세비용 (269) (108) (225) (436)

당기순이익 322 1,170 617 (748)
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투자하이라이트05

01_Know-How
No.1 PON반도체설계전문기업

자람테크놀로지
오랜경험기술노하우기반
시스템반도체설계능력

02_Technology Advantage

프로세서설계/분산처리기술/저전력SoC 설계
기술과 RTOS 기반통신 SW 스택설계기술

04_Partnership

국내는물론해외의
다양한고객사확보

05_Stable Growth

자체개발반도체칩이적용된
통신장비의안정적매출성장지속

07_Chance

빠른디지털시대변화로
5G/6G 산업의본격도래

06_Potentiality

글로벌경쟁사대비, 기술경쟁력을확보한
차세대통신반도체글로벌리딩컴퍼니

03_Unique

원가경쟁력을비롯세계최고수준기술의
최저전력, 시각동기화경쟁력확보
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중장기Vision06

차세대시스템반도체
Global Leading Company로도약

브로드컴을넘어서는

글로벌5G ‘ENABLER’

지속적인연구개발을
통한통신기술선도

글로벌고객사와
지속적인협업강화

기존사업
역량강화
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주요특허현황07

번호 내용 권리자 등록일

1 기가비트수동형광네트워크용전송수렴계층소자 동사 2009년08월

2 기가비트수동형광네트워크용이더넷데이터처리장치 동사 2011년02월

3 기가비트수동형광네트워크용광트랜시버 동사 2011년03월

4 수동형광네트워크시스템의원격관리방법 동사 2013년08월

5 수동형광네트워크의멀티업링크및다운링크모니터링방법 동사 2014년05월

6 수동형광네트워크의멀티업링크및다운링크모니터링방법 동사 2014년05월

7 하이브리드수동형광네트워크를위한이더넷프레임의프리앰블구성방법및그독출방법 동사 2014년05월

8 기가비트수동형광네트워크를위한비씨에이치코드구성방법 동사 2015년03월

9 기가비트수동형광네트워크를위한이더넷프레임의엑스젬페이로드구성방법 동사 2015년06월

10 기가비트수동형광네트워크를위한물리적프레임구성방법 동사 2015년09월

11 수동형광네트워크를위한중계장치및중계방법 동사 2015년12월

12 수동형광네트워크의전송거리연장을위한중계시스템및중계방법 동사 2016년01월

13 수동형광네트워크의이상복구시스템및방법 동사 2016년01월

14 버스트모드클럭데이터회복회로 동사 2016년02월

15 수동형광네트워크의클럭데이터회복용클럭제공장치 동사 2016년02월

16 선로장애복구기능을구비한수동형광통신망중계시스템및선로장애복구방법 동사 2016년04월

17 고속동작을위한전류모드로직회로 동사 2016년09월

18 PON 구조기반정밀시간동기화시스템및방법 동사 2016년11월

19 광통신을위한레이저다이오드특성추정장치및사용구간설정시스템 동사 2016년12월

20 수동형광네트워크를위한프레임동기화장치및방법 동사 2017년01월

21 위상동기성능을개선한뱅뱅위상검출기 동사 2017년02월

22 시간동기기능을구비한 SFP 장치및이를적용한네트워크시스템의시간동기방법 동사 2017년05월

23 수동형광네트워크용저전력장비를위한트랜스임피던스증폭기리셋장치및방법 동사 2018년04월

24 멀티레벌광수신을위한애벌런치포토다이오드최적화장치및방법 (PCT진행중) 동사 2019년02월

25 멀티레벨광신호수신성능이개선된광수신장치및방법 동사 2019년02월

26 시각동기화기능을구비한ONU SFP 모듈및이를적용한네트워크시스템의시간동기방법 동사 2019년06월

27 버스트모드클럭및데이터복원성능을높인멀티레벨광수신장치및방법 (PCT진행중) 동사 2019년06월

28 다파장수동형광네트워크를위한파장선택시스템및방법 동사 2020년05월

29 버스트모드클럭및데이터복원성능을개선한광수신장치및방법 동사 2020년06월

30 프레임정렬기능을구비한다파장 PON 방식의송수신장치및이를이용한프레임정렬방법 동사 2021년02월

31 다파장선택전환기능을내장한가입자장치용 PON 송수신장치및그파장전환방법 동사 2021년07월

32 다파장선택전환기능을내장한멀티레벨 PON 송수신장치및그파장전환방법 동사 2021년07월

33 XGS-PON의홀드오버구간에서클럭지터를개선하는MAC 처리장치및방법 동사 2021년12월

34
(미국) 수동형광네트워크를위한중계장치및중계방법 (RELAY APPARATUS AND RELAY METHOD FO

R PASSIVE OPTICAL NETWORK)
동사 2019년11월

35

(미국) 수동형광네트워크용저전력장비를위한트랜스임피던스증폭기리셋장치및방법
(APPARATUS AND METHOD FOR RESETTING TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER FOR LOW-POWER PA

SSIVE OPTICAL NETWORK EQUIPMENT)

동사 2019년12월

보유특허 : 등록특허 73건, 출원 3건

분야별
등록특허현황

XGSPON SoC

35건

SoC

6건
스몰셀

4건

기타
4건

Ethernet

24건

주요특허 : XGSPON SoC 적용 35건
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주요수상내역08

2021. 11. 17

대한민국
기술대상

2021. 11. 29

소재∙부품∙

장비강소기업
선정

2018 - 2000

두뇌역량우수
전문기업선정

2017. 7. 19

우수기술연구
센터지정

2020. 11. 02

Broadband World Forum2020수상
차세대유무선통합네트워크솔루션부문
XGSPON STICK(SFP+ ONU) 수상
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CE, FCC, MET, FDA 등 13종해외인증취득

주요인증내역09

MET(UL 62368-1), CE(EN300386, IEC62368-1), Safety(IEC 60950-1)

Laser Eye Safety (IEC60825-1), EMC(FCC part 15 class B, EN300386, EN55032, EN55035, MIL-STD-883J)

Reliability(GR-468), Environmental(RoHS, EN300 019), FDA(FDA 21CFR1040)
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용어설명10

주요용어 설명

광트랜시버 광케이블과데이터전송장비사이에서전기신호를광신호로,광신호는전기신호로변환시켜주는역할을수행.

기지국 이동형통신망에서전파가도달하여단말기가통신할수있도록신호를보내는역할을수행함

시각동기화
이더넷프레임을이용한패킷동기화(PTP)와타이밍동기화(SynE)로구성됨.

패킷동기화는각시각정보를일치하는과정이며,타이밍동기화는장치에필요한클럭-펄스를동일하게전달하는과정임.

스몰셀 일반적인기지국보다작은영역을커버하는소형이동통신기지국. 5G주파수대역대의낮은전파도달거리를극복하기위한대안으로활용됨

동축케이블 중심도선을절연체와구리로감싼전류용전선.전화,케이블 TV,안테나와 TV등의연결에활용됨

광케이블
빛으로 통신을 위한 전송매체. 기존에는 구리선 기반으로 통신을 하였으나 구리선 기반 통신보다, 장거리 통신, 대용량 통신 등에서 큰 장점을 가짐.

레이저다이오드빛을전달하기위하여매우가는유리나플라스틱으로만든케이블

기가와이어 기존의동축케이블이나전화선을활용하여기가급인터넷서비스를제공하는장치

PON 수동광통신망(PON; Passive Optical Network).최종사용자에게신호를전달하는과정에분배기를이용하여일대다중(1:N)연결을제공하는통신방식

RTOS Real Time Operating System의약칭.실시간응용프로그램을위해개발된운영체제.프로그래머가프로세서우선순위에더욱많은제어를할수있도록함.

XGSPON SoC 일대다중(1:N)장비연결에쓰이는통신반도체(PON SOC(system onchip))로서10기가(XG)의전송속도를지원함

XGSPON STICK XGSPON SOC를광트랜시버와결합한제품으로OLT가송신한광신호를전기신호로전환하여사용자가이용할수있도록지원함
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